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PATENTIERBARKEIT 

(Kapitel II des Vertrags Qber die Internationale Zusammenarbeit auf dem Geblet des Patentwesens) 
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Irec'd 2 



26 OCT 200S 



Aktenzeichen des Anmelders Oder An waits 
FIN 474 PCT 



Internationales Aktenzeichen 
PCTOE2004/001147 



WEITERES VORGEHEN 



siehe Formblatt PCT/IPEA>416 



Internationales Anmeldedatum (Tag/MonaWahr) 
04.06.2004 



Internationale Patentklassiflkation (IPK) oder natlonale Klassifikatlon und IPK* 
H01L31>0203. H01L23>S38 



Priorftatsdatum (Tag/MonaWahr) 
23.06.2003 



Anmelder 

INFINEON TECHNOLOGIES AG et al. 



Artlke! 36 Qbermlttelt wird ^ Deauftragten Behorde nach Arhkel 35 eretellt wurde und dem Anmelder gemfiB 
Dieser BERICHT umfaBt insgesamt 7 Blatter eInschlleBllch dieses Deckblatls. 
AuBerdem iiegen dem Berlcht ANLAGEN bei; diese umfassen 

^' ^ ^''^^"''^'^^^^^^ Blatter; dabeihandeltessich urn 

802 der Vewaltungsvorschrmen) betreffend das Sequenzprotokoll angegeben (siehe Abschnitt 



b. □ 



4. Dieser Bericht enthalt Angaben zu folgenden Punkten: 



H FeldNr. I 

□ FeldNr. n 

□ FeldNr. Ill 

□ FeldNr. IV 
la FeldNr.V 

□ FeldNr. VI 

H FeldNr.VH 

□ FeldNr. VIII 



Grundlage des Beschetds 
Priorltat 

Slndto^^^^^^ ^'"^ Gutachtens Ober Neuhelt, erflnderische TMgkelt und gewerbliche 
Mangelnde Einheitllchkelt der Erfindung 

Bestimmte angefQhrle Unterlagen ««>«>i»iiung 
Bestimmte Mangel der intematfonalen Anmeldung 
Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 



Datum der Einreichung des Antrags 
04.04.2005 



Datum der Fertlgstellung dieses Berlchts 
25.10.2005 



Name und Postanschrift der mit der internationalen PrOfuna 
beauttragten Behdrde ''•"•ung 

Europaisches Patentamt 

D-80298 MOnchen 

Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d 
— Fax:+49 89 2399-4465 



Bevollmachllgter Bedlensteter 
Krause, J 

Tel. +49 89 2399-2829 



Fomnblatt PCT>IPEA/409 (Deckblatt) (Januar 2004) 



INTERNATIONALER VORLAuFIGER Bpripht 

UBER DIE patentierbaiS:e^^^ bericht 



Internationales Aktenzeichen 
PCT/DE2004/001147 




□ We|m,ion.le Re<=heroh. (naoh RegeTnTs und 23 m ^ 



Beschreibung, Seiten 

1- 15 

AnsprQche, Nr. 

2- 13 
1 

Zeichnungen, Blotter 

1yB-6>6 



in der ursprOngllch elngerelchten Fassung 

in der ursprOnglich eingerelchten Fassung 

eingegangen am 04.04.2005 mit Schreiben vom 04.04.2005 

in der ursprungMch eingerelchten Fassung 



Sequtl^^o^T^"^^^^^^^ ^-'9- dazugehSngen Tabellen - slehe Zusatzfeld betreffand das 

3. □ Aufgrund der Anderunger, sind folgende Unterlagen fortgefallen- 

□ Beschreibung: Seite 

□ AnsprQche: Nr. 

□ Zeichnungen: Blatt/Abb. 

□ SequenzprotokoW (genaueAngaben): 

□ etwaige zum SequenzprotokoH geh6rende Tabellen (genauo Angaten): 

bS^I^^^^^^^^^^ ^r^^' nachstehend 

□ Beschreibung: Seite 

□ AnsprQche: Nr. 

□ Zeichnungen: Blatt/Abb. 

□ Sequenzprotokoll (genaue Angaben)- 

□ etwaige zum Sequenzprotokoll geh5rende Tabellen (genaue Angaben)- 
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INTERNATIONALER VORLAUFIGER BERICHT 
UBER DIE PATENTIERBARKEIT 



Internationales Aktenzeichen 
PCTyDE2004>001 1 47 




1. Feststellung 
Neuheit (N) 

Erfinderische Tatigkeit (IS) 
Gewerbliche Anwendbarkelt (lA) 



Ja: Anspruche 1-13 

Nein: Anspruche 

Ja: Anspruche 1-13 

Nein: Anspruche 

Ja: AnsprQche: 1-13 

Nein: Anspruche: 



2. Unterlagen und Erklarungen (Regel 70.7): 
siehe Beiblatt 



Feld Nr. VH Bestimmte Mangel der internationalen Anmeldung 



Es wurde festgestellt, daB die Jntemationale Anmeldung nach Form Oder Inhalt folgende Mangel aufweist: 
slehe Beiblatt 
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INTERNATIONALER VORLAUFIGER 

BERICHT 2UR PATENTIERBARKEIT Internationales Aktenzeichen 

(BEIBLATT) 

" PCT/DE2004/001147 

Zu Punkt V: 

I. Anspruche 1 bis 9: 

akliven Bereioh und Kontaktfiaohsn ,™ f^' "^''''«'*«"*IP (14) mit einem 

Kuns.s.o«p,a«e (24). ^ d^tL 1 p (14 Zl^TZ^^r":' ^'"^ 

Umverdrahtungsschicht (32) in d*sr *i=.^h« n '*"'""9®'®9® (26) mit einer 

Das Dokument WO-A-01/1 7033 (- no\ i rs . 

Oberseite des Sensorehlps (20) wobei die Kon,^- k ' 

(48). in die derSensorchip (2oTm7^1rR^"k^r» h >^""^^>^^ 

—.en (24, . A^Srr^^r ^rS^L i:Se,rn. 



PCT/BelblatlAW9 (Blatt 1) (EPA-Januar2004) 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER int^mo««««i a.^ 

BERICHT ZUR PATENTIERBARKEIT Intemafonales Aktenzeichen 

(BEIBLATT) _ _ PCT/DE20Q4/0Q11/17 

ist die Umverdrahtungslage nicht auf der Gesamtoberseite angeordnet. 

4. Der Fachmann, der einen Sensorchip einkapsein mochte, weiB auf Grund seines 
allgemeinen Fachwissens, dass der Sensorbereich fur die zu empfangenden Signale 
zuganglich sein muss, d.h. im Fall elektromagnetischer Strahlung darf keine 
absorbierende Schicht auf dem Sensorbereich vorgesehen sein. Im Sensorbauteil des 
Dokuments D2 ist der Sensorbereich freigelassen. wahrend eine ihn iiberspannende 
Verdrahtungsschicht wie im Dokument D1 die Detektierung elektromagnetischer Signale 
nicht zulassen wQrde. Auf Grund seines allgemeinen Fachwissens wurde der Fachmann 
also eine Offnung in einer Umverdrahtungslage vorsehen. die nach der Lehre des 
Dokuments D1 ausgebildet ist. Da bei einem solchen Sensorchip wie im Dokument D2 
die Anschlusse auch nicht auf dem Sensorbereich angeordnet sind, kann die Lehre des 
Dokuments D1 fur einen Sensorchip ohne weiteres modifiziert werden. 

5. Aus den Dokumenten D1 und D2 geht allerdings nicht hen/or, dass auch die Oberseiten 
der Kontaktfiachen mit der Oberf lache des Halbleiterchips eine plane Oberf lache bilden 
Aus dem Dokument D1 Ist ersichtlich. dass die Kontaktflachen in die Haftschicht 
eingedruckt werden, wahrend das Dokument D2 keine plane Oberflache beschreibt In 
der Sensoranordnung, die das Dokument D2 zeigt, sind ebenfalls erhabene Kontakte 
auf dem Sensorchip vorhanden. Der Fachmann wurde demzufolge keine Anregung 
finden, eine vollkommen flache Gesamtoberflache fur wesentlich zu halten Die 
Argumente der Anmelderin aus ihrem Schreiben vom 4. April 2005 kSnnen insoweit f ur 
den geanderten Anspruch 1 akzeptiert werden. 

6. Aus dem Gesagten foigt, dass der Anspruch 1 die Erfordemisse des Artikeis 33(2) und 
(3) PCTzuerfullenscheint. 

7. Die abhangigen Anspriiche 2 bis 9 enthalten alle IVIerkmale des Anspruchs 1 Da der 
Anspruch 1 die Erfordemisse des Artikeis 33(2) und (3) PCT zu erfiillen scheint, ist diese 
Bedingung anscheinend auch fur die AnsprQche 2 bis 9 erfullt. 
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INTERNATIONALER VORLAUFIGER 

BERICHT ZUR PATENTIERBARKEIT Internationales Aktenzeichen 

(BEIBLA-m 

PCT/DE2QQ4/001147 

II. Anspruche 10 bis 13: 

1 . Das Dokument D1 beschreibt ein Verfahren. bei dem eine Klebefolle M in oir.^ . 
Spalten angeordnet sein konnen, Halbleiterchios (1a\ in Hio do..* 

GesamtoberseitederVerbundplatteaufgebrachtwinl. '^'''""^^'^^^ ^^^^ ^'^ 

!. wahrend die Heratellung von Halbleiterchips aus einem Wafer =11 
Fachwissen geh6rt, entnimm, der Faohmann L dem ^^^^'2 

• ITpcTlTr^r ''^^ ^ ° "-'^ A*e,s 33(2) 

. DieabhangigenAnsprtlchell bis 13 umfassen alle Meri<male des Anspruchs 10 der 



PCT/BelblaW409 {Blatt3) {EPA>ianuar2004) 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER 
BERICHTZUR PATENTIERBARKEIT 
fBEIBLAT" 



Internationales Aktenzelchen 
£CT7DE2g04/001147 



Zu Punkt VII: 



6 3b) PCT^',SrmT^^^^^^ ' T '° '■" ''«^™««eil«en Form naoh Regel 

P , , Ip^^'^'^- voriBgenden Fall eisoheint die Zweiteilung jedooh zweokmaffla 
mT r,r?'!" * ^^*'"^""8 miteinander aus dem Stand der Teohn^^nnten 
Markmate (Dokumen. D1) in den Oberbegriff (Regel 6.3 b) i) PCT) und die ObnWS^ 
male .n den kennzeichnenden Teil (Rege, 6.3 b) ii) PCT). Im Gegensa7zu der «n de 
Anmeldenn ,n ihrem Soi,reiben vom 4. April 2005 geauBerten Auffassung sXim 

r"""?" * ^ Halblei.e,ol,ips als Sensor nai,er sZ'i^ert und 
damrt der Anspruch gegen das Dokument D1 abgegrena werden. f^™^^" 

Im Widerspruoh zu den Erfordemissen der Regel 5.1 a) II) PCT werxlen In d»r 
Beschne^bung wederder in den Dokumenten D, und D2 offerlbarte^ls^a jge^d 
dor Teohnik noch diese Dokumonte angegeben. 



Fonmblatt PCT/Belblatt/409 (Blatt 4) (EPA-Januar 2004) 



'M.04-2005,3:n 474 P/2003P51252DE . 'dE0401147 



Neuer Patentanspruch 1 

1. • Sensorbauteil, . das folgende Merkmale aufweist : • 

einen Sensorchip (2) mit einem Seiisorbereich (3) , 
Elektroden des Sensorbereichs (3), Lei terbahnen mid 
Kontaktfiachen (4) auf einer aktiven Oberseite (5) 
des Sensorchips. (2), wobei die Leiterbahnen die 
Kontaktfiachen-(4) mit den Elektroden elektrisch 
verbinden, 

- . eine Kunststoffplatte (6) , in die der Sensorchip 

(2) mit seiner Ruckseite (7) und seinen Randseit^ 
(8-11) eingebettet.ist, wobei die aktive Oberseite 
(5) des Sensorchips. (2) einschlielSlich der Obersei- 
ten der Kontaktf ISchen (4) mit der Oberseite" (5) 

der Kunststoffplatte (6) eine plane Gesamtobersei'te 
(13) bildet, 

eine auf der planen Gesamtoberseite (13) aufliegen- 

de Umverdrahtungslage mit einer Umverdrahtungs- 

schicht (15) , . in der flache Umverdrahtungsleitungen 

(16) von den KontaktflSchen (4) zn Kontaktfia6hen 

017, 18, . 29) auSerhalb des Sensorchips (2) ausge- 
bildet sind. 
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